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投资者关系 

活动类别 

 

□特定对象调研             □分析师会议 

□媒体采访                 □业绩说明会 

□新闻发布会               □路演活动 

现场参观  

□其他： 

参与单位名称 

及人员姓名 

中金公司：杨钊；博时基金：曾豪、王凌霄；民生证券：李萌、刘雨晴、邓

超瑜；华夏基金：张皓智；南方基金：陈思臻 

时间 2023 年 02 月 22 日上午 10:00~11:30 

地点 公司五楼会议室 

上市公司接待 

人员姓名 
公司董事、副总经理兼董事会秘书：杨平彩 

投资者 

关系活动 

主要内容 

介绍 

管理层介绍公司基本情况，并与投资者就半导体材料业务、打印复印通 

用耗材业务的经营及其他投资者关心的问题进行深入交流，主要交流内容如 

下： 

 

1.问：公司 CMP 抛光垫产品经营情况？ 

答：公司是国内唯一一家全面掌握抛光垫全流程核心研发和制造技术的

CMP 抛光垫的国产供应商。目前公司 CMP 系列产品中主要包含 CMP 抛光

垫、CMP 抛光液、清洗液等主要产品。在 CMP 抛光垫产品方面，公司在生

产端积极筹备，潜江三期抛光垫新品及其核心配套原材料的扩产项目已于去

年底基本完工试产；客户端方面已经进入国内主流晶圆厂客户，市场占有率

稳步提升，国内外客户扩展正在同步进行;研发端方面公司结合客户新技术

需求及对未来半导体产业探索，研发了发高平坦化、高去除速率用抛光垫等

新产品；供应链方面，公司坚持原材料自主化，保证关键原材料自主化持续

推进，常规型号原料均实现自研自产，持续优化产品成本结构。 

从 2023 年年初外部情况看，产业链下游去库存情况还在继续，公司国

内外晶圆厂客户处于去库存节奏中。公司将结合行业情况，力争提高客户市

占率，保证产品年度上量。考虑到未来消费市场回暖，国内晶圆厂稼动率提

升,公司 CMP 抛光垫产品 2023 销售规模将有一定增长的空间。 

未来 CMP PAD 业务将要围绕三块展开：一、今年公司市场重点更多在

逻辑芯片客户体系。二、公司的抛光垫产品往大硅片和三代半导体方向拓展。

公司原来的产品体系围绕晶圆展开，大硅片的抛光和三代半导体抛光垫之前

没有作为重点发展，未来将陆续拓展这块的 CMP 环节的，包括抛光垫抛光



液在内的各类产品。三、公司将持续加大新材料新产品的研发投入，保持跟

与客户需求同步，做应用端的配合和产品线的丰富。 

 

2.问：远期如何看待 CMP 环节相关产品市场？ 

答：CMP 抛光材料是集成电路制造中至关重要的半导体材料，根据

SEMI 数据，CMP 抛光材料在集成电路制造材料成本中占 比 7%，其中 CMP

抛光垫、CMP 抛光液、CMP 清洗液合计占 CMP 抛光材料成本的 85%以上。

随着国内半导体产业规模的增长 和制程工艺的进步、芯片堆叠层数的增加，

抛光步骤和 CMP 耗材用量将会增加，CMP 材料市场将进一步扩大。 

根据 SEMI 报告，目前国内约有 23 座 12 寸晶圆厂正在生产，预计至 2026

年晶圆厂整体数量将接近翻倍，仅国内市场对 CMP 相关产品需求都将持续

提升。公司对 CMP 相关产品未来增长较有信心。 

 

3.问:CMP 抛光液项目进展情况。 

答：目前公司从 CMP 抛光液上游的核心原材料研磨粒子开始,已经布局

多种制程系列的近 40 种 CMP 抛光液产品,在国内主要晶圆客户的导入全面

展开,多种产品正在客户端验证中。同时公司实现了抛光液上游原材料的自

主制备，保证了抛光液产品供应链的安全稳定。目前已在武汉本部建成了抛

光液一期自动化生产车间，仙桃厂区抛光液二期扩产计划力争 23 年投产使

用。整体项目进展顺利，预计 2023 年产品将有放量可能。 

 

4.问：公司 CMP 相关产品是否有海外计划？ 

答：公司将继续做好国内已有晶圆厂客户服务，依据客户需求，发挥自

主化替代及供应链安全优势，继续提高市占率并推出新产品。同时也会按照

既有计划推进海外客户的市场拓展工作。 

 

6.问：公司先进封装材料的 23 年发展情况? 

答：先进封装材料是公司前瞻布局的重要发展方向。目前多款先进封装

材料 被国外企业垄断，供应链国产化率几乎为零，行业严重被“卡脖子”。 

公司将根据市场新需求为客户提供多种类的材料及耗材。目前公司在先

进封装材料领域重点布局的产品包括: 用于 2.5D/3D (2.5 维，3 维)晶圆减

薄工艺中使用的临时键合胶、封装光刻胶(PSPI)，以及倒装工艺的底部填充

剂 (Underfill)产品。 

其中临时键合胶项目进展较快，公司于去年年底完成了产线建设及试生

产，已经与客户开始送样及测试工作，力争在今年开始取得销售收入。 

 

7. 问：公司子公司拟挂牌新三板情况？ 

答：具体内容见公司公告。北海绩迅为公司打印耗材产业子公司，为国

内再生墨盒细分领域龙头企业，本次挂牌将提升品牌影响力，提升北海绩迅

经营能力，增强核心竞争力。北海绩迅在新三板挂牌后，仍是公司合并报表

范围内控股子公司，不会影响公司对北海绩迅的控制权。长期来看利于增加

公司资产的流动性，提升公司资产的市场价值。 

 

 



附件清单 无 

日期 2023 年 02 月 23 日 

 


